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引言

为了使电子产品更加经济实用，市场不断要求缩小各种消费类和便携式电子产品的尺寸，同时还要求降低成本。

德州仪器 (TI) 的 DACx3204W 和 DACx3004W 系列可满足这些需求。这些器件是市场上最小的四通道、10 位和 

12 位通用 DAC (1.8mm × 1.8mm) 之一，具有电压和电流输出功能。小尺寸是通过利用 Die Size Ball Grid Array 
(DSBGA) 实现的，该技术也称为 Wafer-level Chip-Scale Package (WCSP)，其中引线直接连接到芯片。但是，
对于成本敏感型应用，这种创新的实现可能会受限，因为其过孔位于焊盘中，还需要多层电路板，会显著增加制

造成本。本文介绍了如何消除对先进且成本高昂的 PCB 制造工艺的需求，方法是以类似的方式将 DACx3204W 
和 DACx3004W 器件路由到 QFN 等效器件。

器件描述

图 1 展示了 DACx3004W 和 DACx3204W 的方框图。这些器件的外露反馈引脚连接到输出缓冲器，该缓冲器可用

于闭环控制或可编程比较器的输入。此外，这些器件在默认情况下或 VDD 关闭时具有高阻抗输出，还有 

EEPROM 和数字控制压摆率。

图 1. DACx3004W 和 DACx3204W 方框图
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引脚分配

图 2 展示了 DACx3004W 和 DACx3204W 的尺寸和引脚排列。为了避免使用焊盘中的过孔和多层电路板，输出、

数字接口和电源引脚位于封装的外围，反馈引脚连接到四个中心引脚。此类配置可轻松连接到所有数字接口引脚

和模拟输出，同时限制反馈引脚的可用性，要进行基本 DAC 操作，这些引脚不一定必须连接到外部。
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图 2. DACx3004W 和 DACx3204W 引脚排列

电压输出

图 3 展示了典型电压输出配置的方框图。要在电压输出模式下配置和路由 DACx3004W 和 DACx3204W，请将反

馈引脚连接到相应的输出引脚。连接可在顶层完成，无需向反馈引脚添加过孔。
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图 3. 电压输出配置
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图 4 展示了建议路由示例；建议布线宽度为焊盘直径的一半。大约为 0.1mm，仍在标准 PCB 制造工艺的范围

内。布线离开器件外轮廓后，可以将布线加宽至任意宽度。

图 4. 电压输出的典型路由

电流输出

要在 PCB 上将 DACx3204W 或 DACx3004W 配置为电流输出模式，请从输出引脚断开反馈引脚。图 5 和图 6 分
别展示了典型电流模式配置的示例方框图和建议的电流输出路由示例。
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图 5. 电流输出配置
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图 6. 电流输出的典型路由

结论

总之，德州仪器 (TI) 致力于满足各种消费类和便携式电子产品市场对缩小尺寸和降低成本的需求，从而使电子产

品更加经济实用。虽然在大多数情况下尺寸和成本不可兼得，但 DACx3004W 和 DACx3204W 系列能够成功解决

制造难题，并使 WCSP 技术对成本敏感型应用更具吸引力。
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